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重大主題 具體管制方針 2024年度目標
2024年度評估機制

與成果
達成狀況 中長期目標 權責單位 對應之 SDGs

創新研發

◆開發晶圓級封裝技術，應用於

  車用、生物辨識、5G高頻通訊

  等領域，並結合客戶需求提供

  多樣化封裝服務。

◆投入研發經費達營收 5%以

  上，帶動相關營收成長。
◆實際投入5.84%（4.12億）。 達 成

◆持續研發先進技術與優化製造

  流程，以因應市場多變需求。

◆開發晶圓級封裝製程，結合客

  戶需求，提供多樣化感測器封

  裝服務。

◆推動晶圓級封裝技術應用於手

  機、筆電、穿戴裝置、車用影

  像系統及光學感測器等領域。

◆提供晶圓級封裝測試技術與製

  造資源，支援微機電系統、環

  境與氣壓感測元件，並因應

  5G、高頻通訊、車聯網與物聯

  網應用。

◆應用晶圓級封裝技術於指紋辨

  識器與生物辨識器封裝，掌握

  3D感測市場商機。

◆研發組織 ◆ SDG 12責任消費及生產 
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精材公司晶圓級封裝的領先技術主要體現

作為全球晶圓級封裝（WLCSP）技術先驅者，精材公司專注

於三維晶圓層級封裝技術，擁有多年的深耕和豐富經驗，

主要應用領域涵蓋消費性電子、5G 通訊、汽車電子及醫療

設備。 為全球產能最大的晶圓級封裝

供應商之一，擁有成熟的生產

工藝和嚴格的品質控制系統，

能夠滿足客戶大規模生產的需

求。

擁有眾多專利技術，能夠為客

戶提供高性能、高可靠性的晶

圓級封裝產品。

不僅提供晶圓級封裝產品，還

提供全面的系統級設計解決方

案，協助客戶快速推出產品。

持續密切關注市場趨勢和客戶

需求，能夠快速推出新產品和

新服務，滿足客戶需求。

6.1. 技術創新與核心成就

關鍵技術

量產成果

提供多元感測器封裝方案

TSV（矽穿孔）封裝、CIS-CSP 製程、超薄化封裝技術等。

12 吋車用 CIS CSP、AR/VR 光學感測器封裝、生物辨識感

測器封裝等。

開發完成先進生物辨識器（如臉部辨識）、影像感測器

（CIS）、微機電感測器（MEMS）等封裝技術，支援智慧

物聯（AIoT）、自動駕駛、遠程醫療等創新應用。

晶圓級封裝先驅者

規模化生產能力

敏捷的
市場應對能力

完 整 的 系 統 級
設 計 解 決 方 案

先進的封裝技術
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精材公司以「持續創新」為核心價值，透過不斷的技術突

破與永續導向的研發策略，積極推動半導體封裝產業的升

級與轉型。不僅追求技術領先，更將環境保護、能源資源

管理以及員工健康安全納入企業發展的重要考量，落實對

環境與社會共融的 ESG 目標。

未來，精材公司將持續投入大量資源，聚焦於綠色技術的

開發與智慧化應用，期望透過更優化的綠色設計，提升生

產效率，並最大限度地降低對環境的負面影響，承諾將永

續發展的理念融入企業的每一個環節，為全球客戶與社會

創造長期的、永續的價值。

6.2 研發投入與成果 6.3 永續導向的研發策略

選用符合環保法規的材料，並導入節能機台與廠務系統。

◆ 2 0 2 4 研發投入佔總營收 5.84%（約 4.12 億新台幣），位居

   臺灣同業前列。

◆ 持續擴充 12 吋晶圓級封裝平台，整合 Cu-TSV 導線技術，提

   升高階影像感測晶片性能。

◆ 截至 2024 年，精材公司累計專利數請參閱官網 (https://

     www.xintec.com.tw/chi/LEGAL/CG_Intellectual_

        Property_Management.html)。

◆ 12 吋車用 CIS CSP 順利量產。

◆ 開發 12 吋銅導線矽穿孔製程 (Cu-TSV)，以細線寬及銅導線

   應用於高階影像感測晶片。

◆ 開發擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）產品所用的光學感測

   技術，採用超薄化晶圓級封裝，進入可靠度驗證階段。

持續優化製程效率。

建立嚴密智財管理機制，確保核心技術與客戶資料安全。

透過生物辨識技術強化資安保護。

將氣候風險納入研發決策，開發更加先進之車用與工業級封裝

產品。

與客戶及供應商協作開發低碳製程，強化產品生命週期管理。

與國立大學以專案形式合作，培育半導體封裝技術人才，促進

技術擴散與社會共榮。

◆ 開發 GaN 晶圓級後護層技術，提升能源使用效率。

◆ 推動超薄化封裝技術，減少材料耗用；結合系統級封裝（SiP），

   整合多元件以降低系統尺寸與能耗。

6.3.1 節能減碳與綠色創新

6.4.2 永續發展目標

6.3.2 循環經濟與社會責任

〔製程優化〕

〔研發資源配置〕

〔專利布局成果〕

〔2024年度主要研發成果〕 〔低碳轉型〕

〔營業秘密保護〕

〔創新社會價值〕

〔氣候韌性規劃〕

〔供應鏈合作〕

6.4. 未來研發方向與承諾

結合 AI 技術發展智慧感測系統，應用於車聯網、醫療監測及工

業 4.0。

6.4.1 技術前瞻布局

〔智慧感測整合〕

〔產學合作〕


